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MAKER MODEL SPEC TARGET DEVICE
T5503HS 4511Gbps 512 DUTS(Max) DDR4/LPDDR4
T5503 2.286Gbps 512 DUTS(Max) DDR3,4/LPDDR3/EMCP
5833 2.4Gbps 512 DUTS(Max) LPDDR4
ADVANTEST
T5558/T55885 800Mbps 1024/512 DUTS(Max) DDR3/LPDDR2,3,4
MEMORY
T5593 1.06Gbps 128 DUTS(Max) DDR3/GDDR3
TS377/775 286Mbps 256 DUTS(Max) NAND FLASH
o MAGNUM SSV 100Mbps 320 DUTS(Max) NAND FLASH
= NEXTEST
S MAGNUM 5X 1.6Gbps 640 DUTS(Max) EMCP
=
UNITEST SHM-9G 45Gbps 512 DUTS(Max) DDR4/LPDDR4/GDDR4,5
V93K-S PS1600, DPS64, WS-RF RF
VI3K-S PS1600, FVI16, AVI64 Power Management
ADVANTEST T T
VO3K-S (@3 '23) PS1600, FVI16, AVI64, DPS64 Power, Analog, Controller
SYSTEM IC
Vo3K-S (Q4 '23) PS1600, WS-MX, DPS64 AP & MCU
UNITEST Burn-in Tester 16 / 32 Slot Dynamic Burn-in
CHROMA 3680 Cost Effective Test Solution Mid/Low End Application
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Applications

L Mobile Memory
L eMMC

L Digital Camera

L Memory Card
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	개요
	-  동사는 메모리와 시스템 반도체의 Burn-in 테스트를 통해서 서버 및 모바일 DRAM 분야에 강점을 지님.
	-  일괄 생산 체제 운영: 반도체 패키징과 테스트를 아우르는 일괄 생산 체제를 통해 다양한 고객의 요구에 대응이 가능함.
	-  최근 반도체 후공정 서비스는 외주화가 본격적으로 확대되고 있으며, 이와 관련해 공급망 또한 다변화가 이루어지고 있음. 이에 따라 동사는 반도체 후공정 분야에서 지속적인 기술경쟁력을 확보하기 위해 멀티칩 패키지 기술, 방열 개선 기술 등의 신기술을 개발하고 있음.
	-  멀티칩 패키지, System In Package, Fine-pitch Ball Grid Array, Thin Small Outline Package 등의 서비스를 제공함.
	-  테스트 공정 전 고객과 협의된 기준으로 패키지 검사하는 공정(IQC)부터, 가혹조건 등 다양한 조건에서 테스트하는 공정, 테스트가 완료된 반도체 패키지를 고온의 환경에 지정된 시간동안 유지하여 습기를 제거하는 공정 등 다양한 공정 서비스 보유
	-  메모리 반도체와 시스템 반도체의 테스트를 아우르며 서버용 DRAM과 모바일 DRAM 등에서 강점이 있음.
	-  DDR5 테스트 수요 증가에 대비해 DDR5 패키징과 테스트 인프라를 확충함.
	-  차량용 반도체, IoT 반도체 등 다양한 반도체에 대한 후공정 서비스를 확대하고 있음.
	-  테스트 서비스 다변화와 에이티세미콘 패키징 사업부 인수를 통한 후공정 서비스 확대가 이루어지고 있음.



